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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2018年中国LED芯片市场现状分析及投资前景研究报告》共七章。

首先介绍了LED芯片相关概述、中国LED芯片市场运行环境等，接着分析了中国LED芯片市场

发展的现状，然后介绍了中国LED芯片重点区域市场运行形势。随后，报告对中国LED芯片

重点企业经营状况分析，最后分析了中国LED芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对LED

芯片产业有个系统的了解或者想投资LED芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 

    随着芯片市场的国际化发展趋势，激烈的市场竞争也随之而来。近两年，美国、韩国、中

国台湾等海外芯片企业加速进入中国大陆市场，且我国LED外延、芯片企业数量的快速增长

，产能扩张，国内芯片企业面临如何发展核心技术、在市场中立足、崛起的考验。 

    对于LED技术快速发展的今天，LED通往通用照明这个终极市场的步伐日益加速。尽管通用

照明市场虽然还是有政府在推，但是真正的市场开始启动。随着发光光效的提升和照明对于

器件可靠性要求的提高，大功率芯片将是市场主流。 

    LED芯片也称为led发光芯片，是led灯的核心组件，也就是指的P-N结。其主要功能 是：把

电能转化为光能，芯片的主要材料为单晶硅。半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体

，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，在这边主要 是电子。但这两种半导体连

接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子

就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复 合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发

光的原理。而光的波长也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的 

     目前全球LED芯片市场可分为三大阵营：以日本、欧美厂商为代表的第一阵营；以韩国和

中国台湾厂商为代表第二阵营；以中国大陆厂商为代表的第三阵营。近年 来，国内芯片生产

企业针对市场需求，纷纷把产品重点集中到高亮度芯片上，直接带动了高亮度芯片产量的快

速增长。2013年我国LED芯片国产率已达 80%。而在祖国大陆芯片厂商崛起的情况下，台湾及

国际厂商在中国的芯片市场比重正逐渐缩小。 
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